Solution for researching

Cesta De Limpieza De Obleas De Ptfe De Alta Pureza, Portador
De Obleas De Silicio Resistente A Acidos, Bastidor De Grabado

De Fluoropolimero
Numero de articulo: PL-CP284

Introduccion

Garantiza un procesamiento semiconductor sin
contaminacién con nuestras cestas de limpieza

A \ de obleas de PTFE de alta pureza. Disefadas
o a0, para procesos de grabado y limpieza agresivos,
,-.'.-.'..':f'_ estos portadores personalizables ofrecen una
"T-: ::.:3 y resistencia quimica y estabilidad térmica
N excepcionales para el manejo de obleas de
. silicio durante los procesos criticos de

fabricacién quimica hiumeda.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Limpieza estandar RCA

Grabado Piranha

Inmersién/Grabado con
HF

Texturizado de células
solares

Limpieza post-CMP

Fotolitografia

Limpieza por
ultrasonidos

Procesamiento de GaAs

Numero de articulo del
producto

Material principal

C ibilidad quimica

p

Tamaiios estandar de
oblea

Opciones de
personalizacién

Pasos secuenciales de limpieza SC-1 y SC-2 para eliminar residuos
organicos y contaminantes metalicos de las obleas de silicio.

Uso de mezclas de acido sulfarico y peréxido de hidrégeno para eliminar
materiales orgénicos pesados y fotorresistencia.

Eliminacién de capas de 6xido sacrificiales u éxidos nativos mediante
soluciones de &cido fluorhidrico.

Inmersién de obleas de silicio en soluciones alcalinas o &cidas para crear
texturas superficiales de captacién de luz.

Eliminacion de particulas de lechada y residuos quimicos después del
pulido quimico-mecanico.

Pasos de revelado y eliminacién que involucran disolventes organicos
agresivos y reveladores.

Limpieza acUstica de alta frecuencia de componentes electrénicos
delicados en soluciones acuosas.

Grabado quimico himedo y limpieza de sustratos semiconductores
compuestos para optoelectrénica.

Descripcion / Especificacion (Serie PL-CP284)

PL-CP284

PTFE virgen de alta pureza (Politetrafluoroetileno)

Universal (Acidos fuertes, bases, disolventes, oxidantes)

Compatible con obleas de 4 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas

Dimensiones, cantidad de ranuras y anchos de ranura totalmente
personalizables

Evita la lixiviacién de iones metdlicos, garantizando entornos de
procesamiento ultra puros.

Soporta reacciones exotérmicas extremas y oxidacién agresiva sin
degradarse.

Inmunidad completa al ataque de HF, que destruiria los portadores de
vidrio o cuarzo.

Rendimiento de alto volumen y resistencia a soluciones concentradas
de KOH o NaOH.

La superficie antiadherente evita la redeposicién de lechada en el
portador y las obleas.

La construccion resistente a disolventes garantiza que no se produzca
hinchamiento ni ablandamiento del material del portador.

Transmite la energia ultrasénica de forma efectiva al proteger los
componentes de impactos mecanicos.

Soporte suave y seguro para sustratos fragiles durante pasos criticos
de fabricacién.

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com



https://es.kintek-solution.com/products/high-purity-ptfe-wafer-cleaning-basket-acid-resistant-silicon-wafer-carrier-fluoropolymer-etching-rack?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf

NI NTENK

Solution for researching

Descripcion / Especificacion (Serie PL-CP284)

Configuraciones de
mango

Estilos fijos, desmontables o compatibles con robots (Personalizable)

W C5 -200°C a +260°C (continuo)

funcionamiento

Acabado de superficie Superficie de baja porosidad, mecanizada por CNC de alta precisién
Disefio de ranura Perfiles en V o personalizados para un area de contacto minima
Proceso de fabricacion 100% mecanizado por CNC para precisién e integridad estructural
Nivel de pureza Grado de analisis de trazas, fabricacion sin metales
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